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研究概要：
• 取り組む課題

• カーボンニュートラル貢献へのシナリオ

半導体

3DIC各層内で発生する局所発熱をピンポイントで高効率に放熱するため，超
熱伝導デバイス（μループヒートパイプ，μLHP）を新たに開発し，これを半導
体内に組み込む技術を確立することで，これまで熱的な要因で限界を迎えてき
た3DICの高密度実装化にブレイクスルーをもたらすことを目指します。

半導体に組み込み可能な3DIC用μLHPの設計手法およびその製造技術の確立を目指し，
以下の課題に挑戦します。
• μLHPキャピラリー構造と流路の創製，液封止手法および，組み込み方法の確立
• 3DIC内の異方的熱伝導とボンディング界面熱抵抗の高感度計測手法・伝熱モデルの構築
•機械学習を取り入れたTSV-LHP3次元最適レイアウト設計手法の確立

半導体冷却技術を高熱伝導化かつ無電力化することで，半導体の熱的集積限界の引き上げ，チップの省エネ化と冷却に必要な電力を
飛躍的に低減させ，半導体分野のカーボンニュートラルへ貢献します。
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Summary：

Semiconductor

The goal of this study is to bring a breakthrough in high-density
integration of 3D ICs, which has been limited by thermal factors, by
developing an ultra-high thermal conductivity device that can
efficiently dissipate heat from hot spots within each layer of the 3D
IC.
Aiming to establish the design methodology and manufacturing
technology for ultra-high thermal conductivity devices (μLHP) that can be
installed in 3DICs, the following challenges will be addressed:
• Creation of μLHP capillary structures and transport lines, liquid

encapsulation methods, and establishment of installing techniques
• Development of high-sensitivity measurement methods for anisotropic

thermal conductivity within 3D ICs and bonding interface thermal
resistance, and construction of heat transfer models

• Establishment of a three-dimensional optimal layout design
methodology for TSV-LHP incorporating machine learning
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